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1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym oraz projektami
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>posob klejenia ptyt 1zolacy termiczney. oo
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

! . Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
! ustawy i rozporzadzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
[ budowlanych i instalacyjnych;

2g0dy posiadacza praw autorskich jest zabronione!

2.U.1994 Nr24 poz.83
INWESTPROJEKT POZNAN Sp.

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzic na budowie;

/ 4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
Y 7 — 3 | UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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= Pe x 100 % / 40 % Pe — efektywna pQW"erZC’th przyklejenio projeRt Docieplenie budynku Urzedu Gminy, w ramach zadania:

= P piyty termoizolacyje| do podfoza "Modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci

g‘l P - pow‘\erzchmg pfyty termo‘\zo\gcyjnej publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE"

z przylegajgca do Sciany _ _ ,

E L ‘ , ‘ ‘ R . e Budynek Urzedu Gminy Banie

z Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych —w przypadku podfozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw | .S, T4 10enc, kv 55,3051, 16, e, e 0801 v arie, . g v achucriopomorsie

= klejowych do zmieszanio  z wodq na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych. Zaprawe klejowq nalezy przygotowywa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje e GMlNA BANlE‘ data'% 2018

g i karty techniczne) rowniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajq zmieszania  z cementem celem przygotowania wlasciwe] e T oL Shosna &, 74 100 Bae T

z zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedlug tzw. metody pasmowo—punktowej. Na plyte nanosi¢ takq ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchytki Projektant Gl i, WP-QIA/OKK/UpB/28/2011
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o rownosci podfoza i mozliwg do pofozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnic minimum 40% efektywne] powierzchni przyklejenia plyty do podioza (przy wiekszych . P )

o5 . . . . . o . . L . _ o . . Sprawdzajacy inz. arch. Mariusz Sawicki 357/PW/92

go nierdwnosciach nalezy stosowa¢ zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie piyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i Mrinz. arch. Manusz SawiCkl -y, pec, architektonicznej

3 dodatkowo w Ssrodku plyty naftozy¢ minimum & placki zaprawy wielkosci dfoni. Na rownych podfozach mozna noklada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjn bt rysunku: shala:

E . . oy e Y e ey ot T P e DETAL- KLEJENIE PLYT IZOLACYINYCH
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